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1.数字冷压封焊系统简介

1.1 应用范围

MCGS01S 数字冷压封焊系统主要用于封装台面直径在 1英寸到 8

英寸，可抽取高真空及用于绝缘气体填充（如高纯氮气和六氟化硫等

用于气体绝缘）的压接 IGBT 和平板晶闸管的冷焊封装。

1.2 冷压封焊系统组成

1）陶瓷管壳封焊用高精度模具；

2）高真空实现及高精度压力控制惰性气体充气系统；

3）72MPa 高压液压加力系统；

4）高强度航空铝合金机械结构与系统；

5）高抽速机械真空泵废气捕获与净化系统；

6）PLC+触摸屏智能控制系统。

2.数字冷压封焊系统技术特点

该设备较传统冷焊封装设备主要有以下几个特点：

1）模具封焊系统洁净度高，无润滑油及油气污染，专为 IGBT 及

FRD 等高洁净度及高压功率半导体元器件的封装洁净度要求而设

计。

2）高真空系统设计，高精度高、低真空双传感器闭环控制，极限

真空度可达到 0.1Pa 以内，低真空可以实现 80Pa-1Mpa 以内的任

意压力充气。可以任意次数的真空与充气循环设置，获得高纯氮

气或者其他惰性气体的任意压力灌封，实现高压功率半导体器件
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的气体绝缘封装。

3）加压系统采用超高压闭式循环液压系统，油缸体积小、重量轻、

压力大、可靠性高，可满足 8 英寸及以上规格的大直径功率元器

件的冷压焊接对大吨位压力的需求（压力可达 100 吨以上）。

4）采用高强度铝合金与高强度镀铬光轴，机体结构强度高，重量

轻，较同吨位的钢制压力机体重量减轻 70%，从而实现 100 吨压

力条件下整机重量 700kg 的超轻量化设计，方便在半导体净化间

的移动，同时整机采用铝合金，避免了钢铁材料生锈对产线的金

属污染。

5）大幅度降低模具重量，传统 5 英寸模具重量 70kg，降低后的

模具在 10kg 以内，且更换方便，大幅度降低劳动强度，同时节约

净化间存放空间。

6）真空抽气采用双极泵，抽气速度快、压升率高，排气系统加装

油雾捕集系统，机械真空泵寿命高、排放洁净，避免了对净化间

的油雾污染。

7）采用 PLC+触摸屏控制系统，无机械按键，参数设置方便，操

作界面人机友好，一键式操作，可进行全自动与人工操作的灵活
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切换，简便易学、无需培训。

3.数字冷压封焊系统技术参数

设备参数见表 1。

表 1 冷压封焊系统参数

序号 设备功能 设备参数 备注

1 封装压力范围 5kN-800kN 任意调节

2 液压油压力 72MPa 超高压液压系统

3 模具行程 ≥180mm

4 封焊管壳尺寸 0.5~8 英寸 210×210mm 以内任意更换

5 封焊刀口光洁度 ≥1.6 微米

6 模具整体光洁度 ≥2.0 微米

7 封焊刀口平行度 ≤0.01mm

8 极限真空（数显） 0.1Pa ≥0.1Pa 可任意设定

9 充气压力（数显） 0.1Pa-90000Pa 根据应用调节

10 机械真空泵 6-8 升/min 北仪优成双极泵

11 高真空测试精度 0.1Pa 真空硅测试仪

12 低真空测试精度 1Pa 压阻硅测试仪

13 冷焊模具 冷作模具钢 模具尺寸根据需求定制

14 主机尺寸 700×600×1200

15 工作台尺寸 1200×800×750 大截面铝型材+烤漆钢板

16 触摸屏尺寸 5英寸触摸屏

17 控制计算机 多通道 PLC 控制器

18 配电功率 三项 3.0kW

19 配置压缩空气 ≥6MPa

20 惰性气体充气 氮气或其他气体 充氮气是标配

21 生产效率 ≥30 个/小时
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4.设备校验数据记录

MCGS01 数字冷压封焊系统(支持充氮气和氦气）在完成总安装和

电气联调后，由我司的器件封装操作人员进行了反复的封焊试验，并

进行了漏气检测和拉力试验，均验证了设备的性能，符合交货标准。

记录数据如下:

5.数字冷压封焊系统的操作说明和维护说明

5.1 操作说明

触摸屏的右侧有一排按钮，分别是：急停，报警，开机，关机。

设备通电后，关机按钮亮起。按开机按钮，触摸屏开始亮起，系统默

认进入自动模式操作界面；自动模式和手动模式通过点击触摸屏进行

切换。如点击右下角的手动模式，进入手动模式操作界；再次点击手

动模式，则进入自动模式操作界面。

A. 自动模式操作说明

序号 项目 设备参数 备注

1 封装压力 800kN 已测试

2 封焊管壳 5英寸 35mm 厚 我司用的模具

3 调试封焊次数 10 次 均做硅油加热漏气检测

4 拉力试验 1次 符合标准

5 惰性气体 氮气和氦气 已实现



7

自动模式操作界面

系统按照封装器件的经验和规范已经在系统里面预设了不同尺

寸器件的封装压力和充气压力值、抽气压力值以及抽/充气重复次数，

真空度，屏幕实时显示抽/充气剩余次数，加压时间等封装工艺进度。

操作者也会可以根据实际应用更改这些数据。

设置好封装要求后，将待封装器件放进模具中，关上腔体的门，

如果门锁上的指示灯亮绿灯，同时屏幕上面会闪现绿色的方框，表示

门闭合正确；如果没有出现上述信号，则需要检查并重新关闭门，直

至出现上述信号。
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点击一键启动，系统进入自动封装模式，依次执行从抽气到封焊

的动作。封装程序后完成后，屏幕会提示完成，此时点击充气取件，

2秒后就可以取出封装好的器件。

B. 手动模式操作说明

手动模式执行的工艺数据是和自动模式的设置数值是一样的，唯

一不同的就是人工控制工序的执行，比如可以自主决定抽/充气的次

数，自主加/减压力等。

将待封装器件放进模具中，关上腔体的门，如果门锁上的指示灯

会亮绿灯，同时屏幕左侧门开关指示灯亮绿灯，表面门闭合正确；如

果没有出现上述信号，则需要检查并重新关闭门，直至出现上述信号。

门闭合正确后，可以执行抽气，充气，加压封焊，充氦气（根据

需要）等操作。完成封焊后，点击减压，释放模具压力，取出器件。
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手动模式操作界面

C. 数值设置操作说明

此屏幕操作系统支持一些工艺参数的自主设置，比如真空度、封

焊压力值、抽气压力值、充气压力值，重复次数和加压时间等。比如

要修改封焊压力值，用手指点击屏幕中 设置压力值 100KG 右侧的数

字框，系统会弹出对话框，输入新数值后，点击确定，设定完成。
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数据设置界面

D. 模具更换操作说明

模具与封焊压力轴通过 2 个圆形卡扣固定，其中一个是完整圆形

套环，另一个是 2个半圆套环卡扣，后者刚好能嵌套在前者中。将模

具放在腔体中，将圆形套环套在压力轴上。在手

动模式下，缓慢加压，

使压力轴逐步接近模具的轴，将 2 个半圆套环卡

扣锁住压力轴和模具轴的凸槽，然后将圆形套环

放下，嵌套住 2 个半圆套环卡扣， 点击减压，模

具随压力轴上升，表示模具安装完成。
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